8411 (obsolete)

SMT IEEE 1394 Steckverbinder, liegend, 6-polig
SMT IEEE 1394 Connectors, Horizontal, 6-pin

Technische Daten / Technical Data

Gehause Messing vernickelt
Shell Nickel plated brass
Isolierkorper Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator Thermoplastic, rated UL94 V-0
Farbe Schwarz
Colour Black
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Contact Material Copper alloy
Kontaktoberflache Gold uber Nickel (siehe Optionen unten)
Contact Surface Gold over nickel (see options below)
Oberflache Létanschluss Zinn uber Nickel
Plating Solder Side Tin plated over nickel
Durchgangswiderstand <30 mQ
Contact Resistance <30 mQ
Isolationswiderstand > 100 MQ
Insulation Resistance > 100 MQ
Spannungsfestigkeit 500V AC
Test Voltage 500V AC
Nennspannung 40V AC
Voltage Rating 40V AC
Nennstrom 15A
Current Rating 15A
Temperaturbereich -25°C...+85°C
Temperature Range -25°C...+85°C
Verarbeitung Reflow-Lotverfahren 260 °C / 10 sec. max.
Processing Reflow soldering 260 °C / 10 sec. max.
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Series Contacts Type Plating
8411]——[06 80
1 Liegend
Horizontal
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Packaging

80 Sel. Au 0,75um/ Sn

FTR

FTR (Option)

Lieferformen / Packaging Options:
FTR (Option) Tape & Reel mit Folien-Pad / Tape & Reel with Film Pad

Design- und technische Anderungen auch ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.
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Informationen zum kurzen Reflow-Lotverfahren
Fast Profile Reflow Soldering Information

Reflow-Létempfehlung fir kurze Lotzeiten Profileigenschaft Kennwert
Die Bauteile sollten gemaR folgendem Temperatur- Temperatur Minimum Tsmin 150°C
e oo, | Tomeaur i T
(Maximalwerte). Dauer Tgmin - Tsmax 120-150s
Temperatur Lotbereich T, 230°C
Verweildauer oberhalb T 60s max.
Ramp-Up Rate Tsmax - Tp max. 1,5°C/s
Hochsttemperatur Tp 260°C max.
Dauer Hochsttemperatur 5-10s
Ramp-Down Rate Tpmax - Tsmin 3°C/s
Dauer 25°C - Hochsttemperatur Tp Max. 4,5min
Reflow Soldering Recommendation For Profile Feature Key Values
Shorter Peak Times Minimum Temperature Tgmin 150°C
Items should be soldered according to IPC/JEDEC J- Maximum Temperatur Tsmax 200°C
(Sr;'aDm(;fSn(i \t/zr;;gz;éture profile for leadfree reflow soldering Duration Tomin - Tamax 120-150s
Soldering Range Temperature T, 230°C
Duration above T 60s max.
Ramp-Up Rate Tsmax - Tp max. 1.5°C/s
Peak Temperature Tp 260°C max.
Duration Peak Temperature 5-10s
Ramp-Down Rate Tpmax - Tsmin 3°C/s
Duration 25°C - Peak Temp. Tp Max. 4.5min

TI°C
300 <
to Critical Zone:

4 T to Tp

T 25°C to Peak o
250"

w - - -
Tsmax4— — — — — — — — — — — — — — — —

ts Preheat

wppro.com/serie/XXX Design- und technische Anderungen auch ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.
wppro.com/en/series/ XXX Design and/or technical specifications may change without prior notice.

t [s]

\v + (+49) 5223 98507-0

sales@wppro.com

WE CONNECT IT




